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MEMORIA DESCRIPTIVA

iz, presente invencién se refiere a unas mejoras en
los procedimientos de unidn de componentes de semiconducto-

reg, por soldadura QUYG. ~ = = = = = = = - o - - - - o - -

In componentes de semiconductores, particularmente

en componentes rectificadores por semiconductores de pobten~-
cia media y alta, con tableta semiconductora conechtada me-
diante soldadura, dicha tableta semiconductora estd unida
superficialmente de modo fijo & un cusrpo portador, denomi-
nado a continuacidn cuerpo de bage, de manera conocida, en
por lo menos’una superfiéie de contacto predeterminada, a
través de una placa de contacto que.consiste éreferentémen—
te de tungsténo o molibdeno, cuyo indice de dilatacidn tér-
mica corresponde ampliamente,é lu del material semiconduc~
tor, para lé amplia proteccidn contra tensiones mecanicas
que se originan durante su utilizaciéh debido a la diferenw
o dilatacién térmica de materiales colindantes y que pue-

den conducir a la destruccidn de la tableta semicon&uctora.

Para la contactacidn por soldadura de la placa de
contacto que soporta la ‘tableta semiconductora con el cuer-
po de base que consiste preferentemente en cobrs, se cono-

cen soldaduras blandas y duras. Las soldaduras blandas no
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son adecuadas, partioularmeﬁte en el funcionamiento con car-
gas que cambien frecuentemente, debido a que la fatiga del
material conduciria ja al cabo de poco de tiempo a averiar
la disposicidn. TLas soldaduras duras aseguran desde luego

la resistencia deseada al cambio de cargas, pero deben pre=-
sentar, ademds, otras caracteristicas nuy subgtanciales, es—
pecialmente para los rectificadores por semiconductores de
elevada capacidad de carga, a saber, una conductibilidad
$érmice y eldctrice corresgondiente a log materiales de con-
tacto & unir entre s{, as{ como una buena impregnacién de
las superficies de contacto para conseguir unua perfecta

N4 s s
union superficiale = = = = = = = = = = = @ “- - .- - — - - -

Por la DAS 1 176 451 es conOciQO un gistema de so0l~
dadura dura, la dual consiste en plata y cobre con reduci-~
dos adicionamientos.de otros materiales, para unir una pla-
ca de contacto de molibgeno o tungsteno a un cuerpo de base
metdlico de hierro o de una éléapi6n férrica. Sin embargo,
debido al elevado punto sdlidus de la soldadura, situado a
T502C¢ aproximadamente, se originan tensiones mecénicas my
fuertes en la capa de contacto aurante le solidificacion,
lo cual exige placas de contacto mis gruesas y mas costosas
en la tecnica de la elaboracidn con el fin de evitar efec~

t0s perjudiciales en el material semiconductor. — = = = = =

En la DAS 1 439 905 se ha descrito un sistema de
unidn de soldedura dure entre una placa de contacto de tungs

teno y un cuerpo de base de cobre, en el que se utiliza una
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soldadura que counsiste predominantemente en aluminio. 8Sin
smbargoe, esta soldadura presenta una 1mpregnaolon insufi-

ciente de las superficies de contacto, de manera que se re-
quiere un costoso tratamiento preﬁio del cuerpo de bass pa-

ra cumplir las exigencias requeridas en la practica. = - =

Finalmente se utiliza todavia Ffrecuentemente para
obtener una deseada unidn de soldadura dura superficial el
sistema de soldadura eutéctica de oro y estafio Gescrito en
la DAS 1 16i 162, ol cual es muy caro y, a.pesar de que su
punto de fusidn se encuentra a 2809C, debido a sus buenas
caracterfsticas de resistencia, presenta adends comparati-
vamegte una conducfibilidad térmica y eléctrica que con fre=-
cuencia'no-oorresponde plenamenta g la de los materiales
de contacto a unir entre si. Tembién en este caso hay que

someter el cuerpo de base a un tratamiento previo adecuado.-

Ia invencidn evita los inconvenientes sefialados
de'lds'siétemas conocidos, siendo ademds ventajosamente
eficaz de tal modo, que debido a un punto de fusidn favo-
rable de la soldadura no se produce una difusion de COMDO-
nentes de soldadura en el cuerpo de base o0 solamente en wuna
pequefia magnitﬁd despreciable y, pariticularmente al utili-
zZar materialés.especiales para el cuerpo de base, 1o se
produce por el proceso de soldadura dura ninguna modifioa{
cién de las caracteristicas de resistencia originales ¥y

substanciales para la elaboraciodn ulterior de los compo~

nentese = = = = ~ .- e m e - - - - - - - -~
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La invencidn se refiere a unas mejoras en 1os pro-
cedimientos de unidn de componentes de semiconductores, por
soldadura dura, caracterizadas porque, uniéndose un cuerpo
portador metdlico de modo fijo mediante aleacidn con une
soldadura resistente a frecuentes cambios de temperatura a
una placa de contacto prevista para la ulterior contacta-
cidn con una tableta semiconductora y que presenta en caso
necesario unz metalizacidn adecuada, se utiliza una alea-
cibn de plata y aluminio, le cual comprende del 15 al 60 por

ciento sn peso de aluminio y resto plata. = = - = = = = = -

Las porciones de los dos materiales de soldadura
son determinudas en lau soldadura dura empleada Sezun la ine
vencidn por une parte, en relacldn con un contenido predomi-
nante de plata, por las transformaciones indeseadaé de es-
tructura que se presentan segﬁn'el diagrams de fase en el
curgo del enfriamiento en aleaclones con una temperatura su~
perior a los 72792C, y por ofra parte, en relacidn con un con
tenido pradominaﬁte de aluminio, por la exigencia de una per
fecta impregnacidn de las superficies de contacto previamen-

te dadus. Las investigaciones al respecto sobre la unidn lo

han confirmado ampliamentes = = = = = = = = = = = == - = =

La composicién preferente de los dog materiales de
goldadura y'que conduce a resultados favorables e3pecialmen--
te en la conﬁactacién ds un cuérpo de hase de cobre con unsa
rodaja de molibdeno, se encuentra segun la seccidn de la 1i-

nea solidus que transcurre a través de la - temperatura eutég
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tica de 5669C en el diagrama de fase del sistems plata-alu
minio dentro del margen de aproximeadamente 15 por ciento en
peso de aluminio, resto plata, hasta aproximadamente 44,5

por ciento en peso de aluminio, resto plata,. = = = = = = = -

Bl material de soldar pueds estar dispuesto en la
forma de rodajas elaboradus con la aleacidn. Sin embargo,
gon substancialmente mis ventajosas las rodajas de preferen—
tomente material puro corrients en él comercio de los mate-
riales individuales de la aleacidn para su diéposicién en
éapas.entre los componentes que se tienen que unir. Las ro-
dajas estdn determinadas en la extensidn de su superficie
en cada caso por las superficies de contacto previamente da-

das y»en'su grosor en cada caso por la porcién ds los mute—

. P 4 . r
riales de composicion en porcentaje de peso; y su numero eh

cada caso, as{ como su disposicidn en la secuencia de capas
de la esfructura del contacto, depende del material y de 1la
capa de superficie de los componentes de contacto, asi como
del espesor de la - capa de soldadura durs deseada. asi, en
la coﬁtactacién de un cuerpo de base de cobre con una roda-
ja‘de tungstend 0 molibdeno se dispone sobre el cusrpo de
cobre, que sirme en caso necesario como parte inferior del
armazoén, una rodaja Qe plata, sobre ésta una rodaja de alu-
minio, sobre esta Ultims nuevamente una rodaja de plata y
finalmente la rodaja de molibdeno metalizada, preferentemen~
fe niquelads y plateada. De ser necesariﬁ,.pueden situarseﬂ
en capas, en cada caso, alternativgmente, varias rodajas de

cada uno de los materiales de composicidn de la soldadura,

)
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correspondiendo su peso total a la proporcién de las porcio=-
nes porcentuasles del material de soldadura. Se prescinde de
une metalizacidn del cuerpo de base, por lo que Se propor—

ciona una importante mejora en la téenica de los procedimien

Debido a la elevada capacidad de reduccidn del alu-
minio, la rodaja de aluminio temblén puede estar situada di-
rectamente junto al componente pulido de contacto cuando las
condiciones correspondientes del procedimiento son adecua-
das. Esta caractor{stica especial del aluminio permite uti-
lizar_también la combinacidn previste de las materias para
la soldadura durafde otros metales adecusdos en la téenica
de los semiconductores para la contactacion o para su utili=-
zacibn como componentes de armazén y que presentan una ele~
veda tendencia a la oxidaclon, preferentemente latdn y zce-
ro. idemds, es adecuzsda en general pafa obtener una unidn
de soldadura dura entrs metales innobles de elevada sensibi~

1idad & la oxidacidn. = = = = = = = = = « - - - -

Ie unidn  de soldadura dura empleada segin la in~
venoién tiene unu importancies especisl en la elaborucidn de
componenfes rectificadores de uno o varios paéos p=n y con
un contacto de aleaciln entre la tableta semiconductora y
la placa de contacto. Posibilita la contactacidn por ejemm
plo de la estruétura de capas cuerpo de base de cobre -ro
daja dg aluminio~ rodaja de plata -~ placa de contacto -

rodaja de aluminio - tableta de silicio en unz sola opera
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cidn de trabajo ¥y con ello un proceso de elaboracidn parti-

’ o ’
cularmente GCONOMICO0s = = = = = m — = - - - - - - = .- - -

Debido a caracter{sticas ampliamente coincidentes

" entre el aluminio y el magnesio, la unidn deseada de solda-

dura dura puede obtenerse también con una aleacidn de pluta
y magnesio. Segin el margen del diagrame de fase para este
gigtema, detepminado por la temperatura de fusidn de la com
posicidn eutéctice (47190), resulta una eomposicién vente~
josa dentro del margen ée aproximadanente 44 por ciento en
peso'de magnesio, resto plata, hasta aproximadamsnte 60 vor

ciento en peso de magnesio, resto platae. - = ~ = = = = = =

Ia elaboracién de la unidn de soldadura dura seuin
la invencidn se efectia situando preferentemente an pila
vert;cal primero el cuerpo de base y encima del mismo una
rodaja de plata, una rodaja de aluminio, una nueva rodaja
de plata y la placa de contacto..Esta gstructura de capas
ge intfoduce en un digpositivo sdecuado y se une de modo
fijo entre si mediante aleacidn bajo presidn en atmdsfera
inerte a una temperatura que estd debterminada por la compo-

sicidn de 1los materiales de 901dare = = = = = — @ @ o - - -

N 0 P A
Se declaran de novedad y propiedad para Zspafia,

sus territorios y plazas de soberania, lus sizuientes: = -



REIVINDICACIONES

Tom Mejoras en los procedimientos ds unidn de com-
ponentes de semiconductores, por soldadura dura, carascteri-
zadag porque, uniéndose un cuerpo portador metdlico de mo-

5. do fijo mediante aleacidn con una soldadura resistente a
frecuentes cambios de temperatura a una placa de contacto
prevista para la ulberior contactacidn con una tableta se-
miconductora y que prssenta en caso necesario une metallza-
¢idn adecuada, se ubiliza une aleacidn de plata y un metel

10. »elegido del grupo formado por aluminio y magnesio la cual
comprende del 15 al 60 por clento en poso de aluminio o

magnesio y resto platfe = = = = = = = - - - = - . - -

2.- Mejoras segun la reivindicacidn 1, caracteri-

zaaas porgue, uniéndose un cuerpo portador de un metal de
15. elevada tendencia a la oxidacidn, preferentemente de cobre,
latdn o acero, y una placa de contacto de molibdeno o tungs

‘teno, la aleacidn de plata y aluminio comprende del 15 al

44,5 bor ciento en peso de aluminio, resto plata, - = - -

3.~ Mejoras segin cualquiera de las reivindica-
20. clones anteriores, caracterizades porque lus porciones de

///los materiales de alsacidn estin previstas en la formu de

rodajas separadas, siendo determinada la extensidn de su
superficie por la supsrficie de contacto correspondiente y

estando situadas en capas alternadas, en su césS0e = = = -

N ’ . . N - v 3
4.- Mojoras segun la reivindicacidn 3, curacheri-
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zadas porque dos o mis rodajas del material de slezcidn es-
’ . -
tun dispuestas en espesor predeterminado y en secuencia nre-

de‘terminada. - - ee s e mm ew W W me mm e ew em e

5.~ "NEJORAS BN LOS PROCEDINIHNIOS DE UNION DI
COMPONENTES DE STIMICONDUCTORISM: = = = = = = = = = = = ~ =

Todo ello conforme se describe y reivindica en la
presente memoria que consta de disz hojas, foliadas y meca-

nografiadas por una sola de sus_garag.
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